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(57) Abstract

According to the method, the walls (15) of the holes (16) of a printed circuit (17) are metallized by means of a pasty
conductive layer (12). The application of the pasty layer is preferably effected by means of a deformable resilient punch

(11, 12).

(57) Zusammenfassung

Verfahren zum Durchkontaktieren einer Leiterplatte (17), bei dem die Wand (15) einer Bohrung (16) mit einer Me-
tallisierung aus einer leitfihigen Dickschichtpaste (12) versehen wird. Der Auftrag der Metallisierung erfolgt in besonders
vorteilhafter Weise durch Aufdrucken der elektrisch leitfihigen Paste (12) mittels eines elastisch verformbaren Druckstem-

pels (11, 12).
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Verfahren zum Durchkontaktieren einer Leiterplatte

Stand der Technik.

Die Erfindung geht aus von einem Vérfahren zum Durch-
kontaktieren einer Leiterplatte nach der Gattung des
Hauptanspruches. Eine derartige durchkontaktierte
Leiterplatte ist beispielsweise aus der DE-0S 2 920 091
bekannt, worin susgefiihrt ist, daB die aufgerauhte
Seitenwand einer Bohrung mit einer Metallisierung
versehen ist. Eine derartige Metallisierumg wird in
bekannter Weise aufgebracht durch Kathodenzerstiu-—~

bung und anschlieBend galvenisch verstarkt.

Andere bekannte Verfahren zur Herstellung flédchenhafter
elektrisch leitfihiger Beschichtungen arbeiten mit Auf-
rollverfzhren oder Aufstreichverfahren. Weiterhin sind
Siebdruckverfahren bekannt zum Aufbringen elektrisch

leitfihiger Schichten.
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Aus der DE-0S 3 014877 ist ferner ein Verfahren zum

Auftragen einer Abgas-Sauerstoff-Sensorelektrode (Lambda-
. Sonde) bekannt, bei der eine elektrisch leitfihige

Flissigkeit dosiert in einen Hohlkdrper eingebracht

und mittels eines aufbléhbaren, fingerartigen Teiles

in den Hohlkdrper verteilt wird. SchlieBlich sind elek- *

trisch leitféhige Pasten der interessierenden Art

beispielsweise bekannt aus der DE-0S 29 13 633 und

aus der DE-0S 30 02 112. Von den bekannten leitfahi-

gen Pasten eignen sich insbesondere Pasten mit einem

hohen Edelmetallgehalt, vorzugsweise mit Silber, zum

Aufiragen der erfindungsgemiBen Durchkontaktierungs-

schicht. Weiterhin werden von der Fa. Du Pont de Nemours/

USA oder Diisseldorf, geeignete leitfihige Pasten im Han-

del vertrieben, beispielsﬁeise eine AgPd-Paste unter

der Kennummer 9473. Diese Paste kann bei Bedar? mit

einem unter der Kennummer 9180 von der gleichen Firma

angebotenen Verdiinner gemischt werden. Eine geeignete

Silberpaste wird beispielsweise von der Fa. ESL/Pennsauken-

New Jersey/USA unter der Kennummer 11108 - vertrieben.
Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemife Verfahren mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruches gestattet es in besonders
vorteilhaftef,Weise, runde .oder andersartig geformte
Bohrungen in Leiterplatten.bei exakter Dosierung der
aufzutragenden Paste gleichmZBig zu beschichten. Das
vorgeschlagene Verfahren ist gegeniiber herkdmmlichen
Verfahren auBerst wirtschaftlich, da sufwendige Fer-
tigungstechniken wie beispielsweise Vakuumprozesse
entfallen. Durch die exakte Dosierbarkeit der aufzu-
tragenden Paste k&nnen erhebliche Kosten eingespart

werden durch die Einsparung teurer Edelmetalle.
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Durch die in den Unteranspriichen aufgefiihrten MaBnahmen
sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen
des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens mdglich.
Insbesondere das Aufdrucken der Paste mittels eines

épitz zulaufenden Stempels gewdhrleistet eine voll-

‘sténdige Beschichtung und einen gleichmiBigen Auftrag

der Paste in der Bohrung, da sich ein derartiger
Druckstempel besonders gut der Innenkontur einer
Bohrung anpaBt. Das Abnehmen der Druckpaste wvon

einem ebenen Klischee hat den Vorteil, daB das
Einbringen der Druckpaste in die Ausnehmung des
Klischees besonders leicht, beispielsweise durch
Aufstreichen, erfolgen kann. Die Atztiefe des Klischees
liegt worteilhafterweise in der GrdBenordnung von

80 um. Insbesondere beim Durchkontaktieren von Boh-
rungen, deren Durchmesser klein im VerhZltnis zur
Dicke der Leiterplatte ist, hat sich die Verwendung
eines Gegenlagers bewdhrt, um den elastisch verform-
baren Druckstempel mit der sufzutragenden Paste iber
der gesamten Oberfliche der Bohrung sicher an die
Bohrungswand anzupressen. Bei Bohrungen geringerer
Tiefe kann dieses Gegenlager ohne Nachteil entfallen.

Zeichnung

Ein Ausfilhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeich-
nung schematisch dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung niher erliutert. Es zeigen Figur 1 das
Aufnehmen der leitfihigen Paste durch einen elastisch
verformbaren Druckstempel von einem Klischee, Figur 2
das Einfiihren des Druckstempels in die Bohrung einer

Leiterplatte und Figur 3 die Verformung des Druck-

stenpels.
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Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels

P

In Figur>i'isf mit 10 ein Druckstémpel bézéichnet, dessen
Spltze aus einem Slllkcngummltell 11 besteht “welches
dle h1n51chtllch Form und Menge vorgegebene Paste

12 von einem Kllschee 13 abnlmmt. 7 ¥

Iﬁ.den'Figu;;n é-undné-éigd gleiche Teile mit gleichen
Be%ugszeichen versehen. Die an.dem Silikongummiteil

11 .haftende Paste wird durch eine. translatorlsche
Bewegung entsprechend dem Pfeil 1h in Figur 2 auf

die Wand 15 einer Bohrung 16 in elner Lelterplatte 17

ubertragen.. e

IirFigur 3 ist der Druckvorgang kurz vor seinem Ab-
schluB skiziiert, wobei mit strichpgnktierten Linien
der Auftrag der leitfihigen Paste auf der inneren
Wand 15 der Bohrung sowie in der Randzone an der
oberen Stlrnselte der Bohrung 16 angedeutet ist.

Figur 3 zeigt zus&tzlich eine Bodenplatte 18, welche
als Gegenlager fiir das Silikongummiteil 11 des Druck-
stem@eis 10 dient und das Silikongummiteil 11 im

unteren Bereich der Bohrung an die Wand 15 andriickt.

Das erfindungsgemiBe Verfahren zum Durchkontasktieren
einer Leiterbahn arbeitet nach den dargestellten Schrit-

ten im Prinzip folgendermaBen:

Dle elektrisch leitfihige Paste 12 wird azuf ein ebenes

Klischee 13 aufgestrichen und durch Abrzkeln auf den

ausgeédtzten Bereich begrenzt. Von dem Klischee 13 »
wird die Paste 12 durch eine vertikale Bewegung des

Druckstenpels 10 abgenommen, wobei sich der Silikon- H
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gummiteil verformt und im Bereich seiner Spitze mit der
Paste 12 belegt wird. Fiir das erfindungsgemiBe Ver-
fahren hat sich besonders ein spitz zulsufendes Sili-
kongummiteil 11 bewdhrt, dessen Zusplitzung noch dem
Durchmesser der zu bedruckenden Bohrung angepaBt wer-
den kann. Je diinner die Bohrung desto spitzer sollte
das Silikongummiteil 11 zulaufen. Statt eines spitz
zulaufenden Silikongummiteils 11 kann jedoch auch -
beispielsweise ein zylindrisches Silikongummiteil
verwvendet werden, das durch ein Gegenlager verformt

und in seinem Radius derart vergréBert wird, daB -es

an der Innenwand 15 der Bohrung 16 zur Anlage kommt.
Figur 3 zeigt den eigentlichen Druckvorgang. Nach dem
Einfiihren in die Bohrung 16 kommt das Silikongummiteil
11 am oberen Rand der Bohrung 16 zur Anlage und verformt
sich in der gezeichneten Weise, wobei das Anpressen an
die innere Wand 15 der Bohrung 16 durch das Unterlegen
einer Bodenplatte 18 verstérkt werden kann. Die Boden-
platte 18 kann entweder direkt an der Leiterplatte 17
anliegen oder in geringem Abstand zur Leiterplatte ange-
ordnet werden, um bei kleinem Lochdurchmesser im
Verhiltnis zur Dicke der Leiterplatte 17 eine einwand-
freie Beschichtung des unteren Bereiches der Wand 15

zu gewidhrleisten. Im Kontakt mit der Wand 15 wird die

leitfihige Paste 12 von dem Silikongummiteil 11 auf die

Wand 15 ibertragen.

Besonders gute Ergebnisse wurden erzielt mit dem erfin-
dungsgemiBen Verfahren bei einem Verh&ltnis des Bohrungs-
durchmessers zur Leiterplattendicke in der Grd&ssen-
ordnung von 1:1, jedoch kann ein einwandfreies Bedrucken
auch bei einem Dickenverhdltnis von 1:2 zumindest dann
gewihrleistet werden, wenn das Silikongummiteil 11 durch

ein Gegenlager in Form der Bodenplatte 18 von der Aus-
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"tritts6ffnung der Bohrung 16 her verformt wird. Bei An-
-ordnung der Bodenplatte. 18 im Abstand zur. Leiterplatte
" 17 kann sogar erreicht werden, daB sich die Paste 12
-auch um die Bohrung 16 herum auf die.Unterseite der .
"Leiterplatte. 17 iibertrigt.

Mit dem erfindungsgemiBen Verfahren k&énnen Bohrungen 16
‘in beliebigen Leiterplatten 17 mit einer leitfihigen
Beschichtung versehen. werden. Bei.einer Leiterplatte 17
aus hoéhtemperaturbestindigem.Material, beispielsweise
aus Keramik oder gmailliertem Stahl, eignet sich als
Beschichtungspaste 12 insbesondere eine handelsiibliche
Paste aus einer Mischung von Silber und Paladium, wel~
.che bei hohen'Temperaturen.von,ca:BSOO'C-an Luft ein-
gebrannt wird. Zum Bedrucken einer Bohrung 16 in einer
Leiterplatte 17 aus weniger temperaturbestindigem Ma-
terial, z.B. aus Kunststoff, eignet sich insbesondere
eine Silberpaste, welche an Luft bei Temperaturen

vom ca 200°C,eingebrannt wird. Geeignete Silberpasten
sind beispielsweise in der eingangs genannten Literatur
beschrieben und als Dickschichtpasten ebenfalls auf

dem Markt erh&ltlich.
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Anspriiche

1. Verfahren zum Durchkontaktieren einer Leiterplatte,
beil dem die Wand einer Bohrung mit einer elektrisch
leitféhigen'Beschichtung versehen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Beschichtung durch Aufdrucken einer
elektrisch leitfihigen Paste (12) mittels eines elastisch

verformbaren'Druckstempels (10, 11) erfolgt.

2. Verfahren nach'Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das Aufdruckes mittels eines spitz zﬁlaufenden,
elastisch verformbaren Teiles (11) eines Druckstempels
(10) erfolgt, der zuvor die elektrisch leitfihige
Paste (12) von einem ebenen Klischee (13) abnimmt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Klischee (13) eine Atztiefe zwi-
schen 35/um“und120/um, vorzugsweise von ca 80/um

aufweist.

L. Verfahren nach einem der Amspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB ein Silikongummiteil {11) auf
dem Rand der Bohkrung (16) zur Auflage gebracht und
gleichzeitig von der anderen Seite. der Bohrung (16) her
durch ein Gegenlager (18) verformt und an die Wand (15)

der Bohrung (16) angedriickt wird.
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5. Verfehren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadureh
gekennzeichnet, daB eine Leiterplatte (17) aus Keramik
oder aus email{ierten Stahl mit einer AgPd-Paste be-
druckt wird, welche anschlieBend bei 800°C bis 900°c

an Luft eingebrannt wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB eine Leiterplatte (17) aus Kunst-
stoff mit einer Silberpaste bedruckt wird, welche an-
schlieBend bei ca 150°C bis 250°C an Luft eingebrannt

wird.
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